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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezleht sich auf eine Vor- 
rlchtung zum Befestigen von Halblerter-Steuer- und 
-Schaltelementen, wie Translstoren, Thyristoren, Triacs 
u.a., die zum Abfuhren der Verlustwarme ausgestaltet 
ist, nach dem Oberbegriff des Patentansp ruches 1 . 

Eine derartige Vorrichtung ist bekannt. beispiels- 
weise aus DE-U-85 10 248. die einen Kuhlkorper mit 
einer Querplatte und senkrecht dazu stehenden Stegen 
und einen Federkorpermit davon ausgehenden Feder- 
zungen besclireibt, die jeweils ein eiektronisches Bau- 
element gegen den Kuhlkorper andrOcken, wobei der 
Federkorper durch Verschrauben Oder durch Einrasten 
In geeignete Locher am Kuhlkorper befestigt wird. 

Welters bekannte Vorrichtungen bestehen bei- 
spielsweise aus Kuhlkorpem verschiedenster Ausge- 
staltung, auf denen die Halbleiter-Steuer- und Schalt- 
elemente (tortah Halbleiter genahnt) haufig mittels 
Schrauben befestigt sind, wozu viele solcher Halbleiter 
in ihrem Gehause selbst oder in einer daraus herausra- 
genden KOhlfahne ein Befestlgungsloch aufweisen. 

Die bekannten Vorrichtungen weisen Eigenschaf- 
ten auf, die sich als Nachteile auswirken. wenn die ver- 
f Ogbare Hohe der In aller Regel auf einer Leiterplatte 
montierten elektronischen Bauelemente beschrankt ist. 
Dies ist oft der Fall, da durch die weitgehende Nonmung 
von Baugruppen-Tragem, Steckerleisten und den zuge- 
horigen Abstanden In Elektronikgeraten die seitllchen 
Distanzen zwischen den Leiterplatten nur Innerhalb el- 
nes festgelegten Rasters gewahit werden konnen. Fer- 
ner besteht der aus wirtschaftlichen Erwagungen fast 
zwingende Wunsch. die Leiterplatten sodicht nebeneih- 
ander anzuordnen. wie dies dlie AbfOhirung der Verlust- 
warme gestattet 

Viele der bekannten Vorrichtungen sind hochbau- 
end. was aus den genannten Grunden nachteilig Ist. Ist 
vorgesehen, die Halbleiter mittels Schrauben am Kuhl- 
korper zu befestigen, so sind je nach Potentiallage des 
Halblertergehauses. bzw. der Kuhlfahne, zusatzliche 
Isolationsteile vorzusehen. Um den Wanmekontakt zwi- 
schen Halbleiter und Kuhlkorper bei jeder Temperatur 
sicherzustellen, sind dabei zusatzlich elastlsche Ele- 
mente wie Federringe notwendig. 

Es sind Befestigungsvorrichtungen bekannt. die als 
Fedem ausgebildet sind. Diese erfullen zwar einige An- 
sprOche hinsichtlich Einfachheit der Montage und Si- 
cherstellung des Warmekontaktes, sind aber in aller Re- 
gel nur fur einen bestimmten Halbleiter-Gehausetyp ge- 
eignet und ebenfalls hoch bauend und beanspruchen 
auf der Leiterplatte verhaltnismassig viel Ptatz. 

Die Aufgabe, diemit dervorliegenden Erfindung ge- 
lost werden soli, ist die Schaffung einer Vorrichtung zum 
zuverlassigen Befestigen von Halbleitern mit dem erfor- 
derlichen Anpressdruck, die bei niedriger Bauhohe gu- 
ten Warmekontakt zwischen Halbleiter und Kuhlkorper 
bewif kt. f Dr eine Vielzahl von Gehausetypen einsetzbar 
ist und einfachste Montage gestattet unter Einhaltung 



aller notwendigen Isolationsanforderungen. Ferner soil 
der Fluss der zum Anpressen notwendigen Kraft die Lei- 
terptatte nicht beanspruchen. 

Die Losung der gestellten Aufgabe ist wiedergege^ 
S ben im kennzelchnenden Tell des Patentanspruches 1 . 

Anhand der beigegebenen Zeichnung wird die Er- 
findung naher eriautert. Es zeigen: 



Fig. 


1a, b 


ein erstes AusfOhrungsbeisplet In zwei 
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Ansichten, 


Fig. 


1c 


ein Detail zum ersten Ausfuhrungsbel- 






spiel, 


Fig. 
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eine weitere Ausgestaltung eines erfin- 






dungsgemassen KOhlkorpers. 


'5 Fig. 
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eine erste Variante zu Fig. 1a, b, 
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4a, b 


eine zweite Variante zu Fig. la. b. 
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eine weitere Ausgestaltung der erfin- 






dungsgemassen Vorrichtung. 


Fig. 
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ein zweites Ausf uhrungsbelspieL 
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Fig 1a ist die Seitenansicht einer erfindungsgemas- 
sen Bef estigungsvorrichtung in der Richtung der Ebene 
einer Leiterplatte 1 gesehen, welcKe im Schnitt darge- 
stent ist; Fig, lb zeigt die selbe Vorrichtung in Aufsicht 

25 von der Leiterplatte aus gesehen. Auf der Lerterplatte 1 
ist mit zwei Schrauben 9 ein im^Querschnitt etwa T-tor- 
miger Kuhlkorper 2 befestigt, welcher einen Steg 1 4 auf- 
weisL Dazu tragt der KOhkorper 2 im Steg 14 zwei Ge- 
windelocher 11. Zwischen der Leiterplatte 1 und dem 

30 steg 14 des KOhlkorpers 2 ist eine Im wesentlichen 
rechteckige Grundplatte 6 eines Federkdrpers 15 ein- 
gelegt. Diese Grundplatte 6 weist zwei Locher 10 auf, 
die mit den Gewindelochern 11 fluchten. Wird der Kuhl- 
korper 2 dann mit den Schrauben 9 an der Leiterplatte 

35 1 festgezogen, so 1st damit aucH die Gruridplatte 6 be- 
festigt. An den beiden Schmalseiten weist die Grund- 
platte 6 je ^ine gegen die Leiterplatte 1 abgewlnkelte 
Fahne 12 auf. In Fig. 1c ist deutlich, dass die Fahnen 
12 in je ein Loch 13 in der Leiterplatte 1 hineinragen. Mit 

"^0 Hilfe dieser Locher 13 wird der Federkorper 15 genau 
posttjoniert 

Die Grundplatte 6 des Federkorpers 15 weist f emer 
zwei seitliche Federzungen 7 auf, die durch ihre Bie- 
gung und Vorspannung in der Lage sind, je einen Halb- 

45 leiter 3. 4 gegen den Kuhlkorper 2 zu drucken. Zum 
Zwecke der Isolation ist zwischen die Halbleiter 3, 4 und 
den Kuhlkorper 2 je ein isollerendes Teil, beispielswetse 
ein Plattchen 8 aus Aluminiumoxid oder eine elektrisch 
Isolierende aber gut warmeleltende Folie, eingelegt. 

50 Fig. lb zelgt die Situation von der^ Leiterplatte 1 aus - 
bezOglich der Darstellung von Fig. la - nach oben ge- 
sehen; Fig. 1c Ist ein Detail, wiederum im Schnitt, in be- 
zug auf Fig. 1 avon links gesehen. Mit der Zifler 5 sind 
die elektrischen Anschlusse der Halbleiter 3, 4 bezeich- 

55 net. In Fig. la, b, c sind zwei sehr verschleden grbsse 
Halbleiter dargestellt, beispielswelse die Gehausetypen 
T0 126 und TO 218. Die hier dargestellte Form des Kpl- 
korpers 2 hat den Vorleil. dass die Warme von den Halk>- 
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leitem 3, 4 breitflachig uber eine kurze Ableitstrekke di- 
rekl auf den Kuhlkorper 2. bzw. dessen Querplatte 16 
abstromt. ohne den Stag 1 4 - und damit die Leiterplatte 
1 - 2u belasten. Die Warme wird dann ebenfalls breitfla- 
chig von der ganzen Flache der Querplatte 16 abgege- 
ben. 

Fig. 2 zelgt elne zweite Ausgestaltung des KOhlkor- 
pers 2. Anstelle der eben ausgebildeten Querplatte 16 
aus Fig. 1a tritt eine Rippenplatte 17 mit einer Mehizahl 
von Kdhlrippen 18. DIese Ausfuhrungsform des KQhI- 
korpers 2 1st gOnstig vor allem fOr Halbleiter aul freiste- 
henden Leiterplatten, wahrend die Ausfuhrungsfonn 
gemass Fig. 1 a sich vor allem dort anbietet, wo die Lei- 
terplatte 1 mit den darauf befindllchen Schaltelemenlen 
zusatzlich in ein Gehause eingebaiit wircl, oder eine Ab- 
deck- Oder Warmeabteitplatte auif mehrere erfindungs- 
gemasse Kuhlkorper montiert wird. Dann kann die eben 
ausgebildete Querplatte 16 in Warmekpntakt mil dem 
genannten Gehause oder der Abdeckplatte treten. wo- 
durch wirksame Warmeabfuhr an die Umgebungsluft 
ermdglicht wird. 

Die Darstellung des Ausfuhrungsbeispiels gemass 
Fig: 3 entspricht jener von Fig. 1 b. Hier ist der Kuhlkor- 
per 2 so gross ausgefuhrt. dass vier Halbleiter 3, 4 dar- 
auf Platz finden. Dieser Vergrosserung gegenuber dem 
ersten Ausf Ohrungsbelsplel entsprechend weist der Fe- 
derkorper 1 S vier Federzungen 7 auf, von welchen jede 
einen Halbleiter 3, 4 gegen ein isolierendes Plattchen 8 
und damit gegen die Unterseite der Querplatte 16 oder 
der Rippenplatte 17 druckt. Selbstyerstandiich sind die 
gezeichneten Halbleiter 3, 4 nur beispielsweise zu ver- 
stehen; alle im wesentlichen eben ausgefuhrten Halb- 
leiter konnen an deren Stelle treten. Ebenso hat die An- 
zahl der elektrlschen AnschlOsse 5 keine erflndungswe- 
sentliche Bedeutung. Entsprechend der Verlangerung 
der Grundplatte 6 wird die Anzahl der Locher 10 auf vier 
erhoht. Auch diese Zahl ist nur als Beispiel zu verste- 
hen; die Ausdehnungen der Befestigungsvorrichtung 
konnen fOnf Locher notwendig nriachen oder auch nur 
deren zwei genugend erscheinen lassen. 

Fig. 4 Ist die Darstellung einer weiteren Variante zu 
Fig. 1 : Hier sind sechs Halbleiter auf den gleichen - ent- 
sprechend verlangerten - Kuhlkorper 2 montiert. Ent- 
sprechend Ist auch die Zahl der Federzungen 7 am Fe- 
derkorper 15 auf sechs erhoht. Die ubrigen AusfOh- 
rungsmerkmale bleiben dieselben, wie In Fig 3. 

Fig. 5a. b zeigen eine weitere erfindungsgemasse 
Ausbildung der Befestigungsvorrichung. In zwei Detail- 
ansichten, welche den Darstellungen von Fig. la. c ent- 
sprechen, weist die Querplatte 1 6 uber dem Steg 1 4 ei- so 
ne Sackbohrung 1 9 auf. In diese ist - beispielsweise mil- 
tels einer einen guten Warmekontakt ennoglichenden 
Vergussmasse 20 - ein Temperaturfuhler 21 eingelas- 
sen, welcher mittels elektrischer Leiler 22 an entspre- 
chenden Kontakten 23 der Leiterplatte 1 arigelotet ist. ss 
Damit kann die Temperatur des Kuhlkorpers 2 dauernd 
elektrlsch Oberwacht werden. Selbstverstandlich kann 
an die Stelle einer Querplatte 16 auch eine Rippenplatte 



17 gemass Fig. 2 treten; ebenso ist es moglich, an je- 
dem Ende einer Querplatte 16 oder Rippenplatte 17 ei- 
nen solchen TemperaturfQhIer 21 vorzusehen, beson- 
ders wenn diese genannten Telle die Ausdehnungen 
5 gemass Fig. 3,aufweisen. Dies emnoglicht die Uebenwa- 
chung von allenfalls unglelchen Verlustleistungen von 
Halbleitem 3,-4. 

Die Ausfuhrung des Steges 1 4 ist in Fig 5.a, b leicht 
von derjenigen in Fig. 1 verschieden: Er ist gegen die 
Leiterplatte hin fussartig verbreitert. bzw. gegen die 
Querplatte 16 oder die Rippenplatte 17 hin sqhianker 
ausgefuhrt. Damit wird die seitliche Isolatlonsstrecke 
der Halbleiter 3, 4 zum Steg 14 vergrossert. ferner kann 
der Warmestrom zur Leiterplatte 1 hin verkleinert wer- 
is . den. 

Der Abstand der Querplatte 1 6 von der Leiterplatte 
1 kann unterschiedlich gestaltet werden entwederdurch 
verschieden hohe Stege 14. oder durch Einlegen von 
(nicht gezeichneten) DIstanzstucken zwischen Leiter- 
?o platte 1 und Fuss des Steges 14. Damit kann der Raum 
zwischen den Halbleitem 3. 4 und der Leiterplatte 1 un- 
eingeschrankt fur Leiterbahnen und. bei genugendem 
Abstand, auch fur eleklronische Bauelemente genutzt 
werden. 

In Fig. 6 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der 
erfindungsgemassen Befestigungsvorrichtung darge- 
stellL Hier Ist der Kuhlkorper 2 nk:ht t-formig. sondem 
nur einseitig ausgefuhrt. Diese einseitige Ausfuhrung 
kann dennoch Platz fOr mehrere Halbleiter aufweisen. 
0 Um die Leiterplatte 1 vom Krattfluss der Anpresskrafte 
zu befreien, Ist der Federkorper 15 auf der der Feder- 
zunge 7 abgewandten Seite mit einem Federspom 25 
versehen, welcher an der Stelle angreift, wo der Steg 
1 4 In die Querplatte 16 mOndet. Damit kann bewlrkt wer- 
? den. dass die Federzunge 7 die gleiche Federcharakte- 
ristik aufweist. wie in den vorgenannten Ausfuhmngs- 
beisplelen. 

Die Ausfuhrung der Federzunge 7 als im wesentli- 
chen trapezformig ist nkiht an sich erfindungswesent- 
> lich; Federzungen 7 mit anderer Form und Durchble- 
gungscharakteristik sind im Erflndungsgedanken eben- 
falls mitenthalten. Ebenso kann der Teil der Federzunge 
7, welcher auf den Halbleiter 3, 4 druckt. anders ausge- 
staltel sein, beispielsweise so. dass die Kraft flachig ver- 
tejlt. anstatt linienformig auf den zu befestigenden Halb- 
leiter 3. 4 wirkt. 



Patentanspruche 

1. Auf einer Leiterplatte (1) angebrachte Vorrichtung 
zurn Befestlgen von Halbleiter-Steuer- und -Schalt- 
elementen fortan: Halbleiter (3. 4) und zum Abfuh- 
ren von deren Verlustwarme, welche Vorrichtung 
besteht einerseits aus einem Kuhlkorper (2). ande- 
rerseits aus einem Federkorper (15) zum AndrOk- 
ken der Halbleiter (3; 4) an den Kuhlkorper (2), wo- 
bei der Kuhlkorper gegliedert ist in einen senkrecht 
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auf der Leiterplatte (1) stehenden Steg (14). wel- 
cher eine senkrecht zu ihm. also parallel zur Leiter- 
platte (1 ), vertauf ende Querplatte (1 6) tragt, und der 
Federkorper (15) gegliedert ist in eine Grundplatte . 
(iS) und davon ausgehende Federzungen (7), da- 
durch gekennzeichnet, da8s 

• der Steg (14) des Kuhlkorpers (2) Gewindelo- 
cher (11) tragt zur Aulnahme von Schrauben 

(9) , mit welchen der Steg (14) aut der Leiter- 
platte (1) betestigt wird. 

die Grundplatte (6) des Federkorpers (15) zwi- 
schen die Leiterplatte (1) und den Steg (14) ein- 
gelegt und mit den genannten Schrauben (9) 
festgezogen ist, wozu die Grundplatte (6) mrt 
den Gewindelochem (11) fluchtende Locher 

(1 0) aufweist, 

die Federzungen (7) so getormt und vorge- 
spannt sind, dass sie gegen die leiterplatten- 
seitige Flache der Querplatte (16) drOcken. 
- die leiterplattenseitige Flache der. Querplatte 
(16) eben ausgebildet und so dimensloniert ist, 
dass ein Halbleiter (4) mit dem Gehausetyp TO. 
247 phne Ueberstand zwischen die leiterplat- 
teriseilige Flache der Querplatte (16) und die 
Federzunge (7) eingelegt werden kann, 
ein eleldrisch isollerendes Element guter War- 
meleitfahigkeit in Form eines Plattch ens (8) 
vorhanden ist, welches zwischen die leiterplat- 
tenseitige Flache der Querplatte (16) und den 
zu bef estigenden Halbleiter (3, 4) eingelegt und 
mit ihm zusammen durch die Federzunge (7) 
festgeklemmt werden kahn, 
die Grundplatte (6) ferner an jedem Ende je ei- 
ne abgewinkette Fahne (12) autweist, welche 
in je eine Bohrung (13) in der Leiterplatte (1) 
passt, womit die Grundplatte (6) genau positio- 
niert werden kahn. 

. Vorrichtung nach Patentahspruch 1» dadurch ge- 
kennzeichnet. dass 

- die Querplatte ( 1 6) symmetrisch zum Steg (1 4) 
ausgebildet ist. sbh also auf belde Seiten des 
Stages (14) gleich wait erstreckt 
die Federzungen (7) beidsertig des Steges und 
symmetrisch an der Grundplatte (6) des Feder- 
korpers (1 5) vorhanden sind. 

. Vorrichtung nach Patentanspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet. dass die Grundplatte (6) des Feder- 
korpers (15) auf jeder Seite je eine Federzunge (7) 
tragt. 

k Vorrichtung nach Patentanspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet. dass die Grundplatte (6) des Feder- 
korpers (1 5) auf jeder Seite mehr als je eine Feder- 
zunge (7) tragt. 



5. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass 

die' Querplatte (16) asymmetrisch zum Steg 
5 (14) ausgebildet, auf der einen Seite also viel 

kurzer ist; als auf jener, die zur Aufnahme von 
Halbleitern (3, 4) vorgesehen ist. 
die Federzungen (7) nureinseltig an der Grund- 
platte (6) vorhanden sind, 
10 - auf der jeder Federzunge (7) gegenuberliegen- 
den Seite der Grundplatte (6) ein Federsporn 
(25) vorhanden ist. welcher eine solche Form 
aufweist, dass er an jener Stelle des Kuhlkor- 
pers (2) angreifen kann. wo der kurzere Tell der 
IS Querplatte (1 6) in den Steg (1 4) mundet. 

6. Vorrichtung nach Patentanspruch 5, dadurch ge- 
kennzelchnet. dass die Grundplatte (6) eine Feder- 
zunge (7) und einen Federsporn (25) tragt. 

Vorrichtung nach Patentanspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Grundplatte (6) mehr als ei- 
ne Federzunge (7) und mehr als einen Federsporn 
(25)tragL 

8-^ Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch ge- 
' kennzeichhet, dass der Steg (14) so hoch ausge- 
bildet ist, dass zwischen der Leiterplatte (1 ) und den 
auf der Querplatte (16) festgehaltenen Halbleitem 
30 (3, 4) Raum bleibt fur weitere auf der Leiterplatte 
(1 ) angebrachte Schaltelemente. 

9, Vorrichtung nach Patentanspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die von der Leiterplatte (1) ab- 
as gewandte Flache der Querplatte (16) eben ausge- 
bildet ist. 



20 



25 



10. Vorrichtung nach Patentanspruch 1. dadurch ge- 
kennzefchnet. dass die von der Leiterplatte (1) ab- 
40 gewandte Flache der Querplatte (16) Rippenstruk- 
tur aufweist. 



11. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch ge- 
kenrtzeichnet, dass der Kuhlkorper mindestens ei- 
ne parallel zum Steg (14) verlauf ende Sackbohrung 
(19) aufweist zur Aufnahme eines ThernrofOhlers 
(21). 
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50 Claims 

1 . A device disposed on a circuit board (1 ) for fasten- 
ing semiconductor control and circuit elements 
(hereinafter called semiconductors 3. 4) and lor 
55 eliminating the heat dissipated therefrom, the de- 
vice comprising a cooling member (2) on the one 
hand and a spring member (15) for pressing the 
semiconductor (3. 4) against the cooling member 
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(2) on the other hand, the cooling member compris- 
ing a web (14) standing at right angles on the circuit 
board (1 ) and bearing a transverse plate (1 6) at right 
angles thereto, that is parallel to the circuit board 
(1 ). and the spring member (1 5) comprises a base- s 
plate (6). and spring tongues. (7) extending there- 
from, characterised In that 

- the web (14) of the cooling member (2) has 
threaded holes (11 ) for receiving screws (9) for 1Q 
fastening the web (14) to the circuit board (1), 

. - the baseplate (6) of the spring member (15) is 
inserted between the circuit board (1) and the 
web (14) and tightly secured with thp said is 
screws (9), to which end the baseplate (6) has - 
holes (10) in line with the threaded holes (11 ), 

the spring tongues (7) are shaped and pre- 
stressed so as to press against the surface of 20 
the transverse plate (16) on the side near the 
circuit board, 

the surface of the transverse plate (16) on the 
side near the circuit board is flat and is given 2s 
dimensions that the semiconductor (4) with the 
casing type TO 247 can be inserted without a 
projecting end between the spring tongue (7) 
and the said surface of the transverse plate 
(16)/ 30 

^ an electrically insulating element having good 
thermal conductivity and In the form of a thin 
layer (8) Is present and is iniserted between the 
said surface of the transverse plate (1 6) and the 3S 
siBmiconductor (3, 4) for fastening and can be 
clamped thereto by the spnng tongue; and 

- the baseplate (6) at each end has a bent lug 
(12) which fits into a respective bore (1 3) In the 40 
circuit board (1) so that the baseplate (6) can 

be exactly positioned. 

A device according to claim 1, characterised In 
that 

- the transverse plate (16) is symmetrical relative 
to the web (14), that is it extends equally far on 
both sides of the web (1 4), and 



5. 



6. 



A device according to claim 2. characterised In 
that the baseplate (6) of the spring member (15) 
bears more than one spring tongue (7) on each 
side. ^ 

A device according to claim 1. characterise in 
that 

the transverse plate (1 6) is asymmetrical rela- 
tive to the web (14), that is it is much shorter on 
one side than on the side designed for receiving 
semiconductors (3, 4), 

- the spring tongues (7) are present on the base- 
plate (6) on only one side, and 

- a spring spike (25) Is present on the side of the 
baseplate (6) opposite each spring tongue (7) 
and has a shape such that it can engage the 
cooling member (2) at the place where the 
shorter part of the transverse plate (16) merges 
into the web (14). 

A device according to claim 5, characterised in 
that the baseplate (6) bears a spring tongue (7) and 
a spring spike (25).. 

A device according to claim 5, characterised in 
that the baseplate (6) bears more than one spring 
tongue (7) and more than one spring spike (25). 

A device according to claihi 1, characterised in 
that the web (1 4) is given a height such that space 
for additfonal circuit elements oh the circuit board 
(1 ) is left between the circuit board (1 ) and the sem- 
iconductors (3. 4) fastened to the baseplate (16). 

A device according to claim 1 , characterised in 
that the surface of the transverse plate (16) remote 
from the circuit board (1 ) is fiat. 



3. 



- the spring tongues (7) are present on both sides 
of the web and are symmetrical with the base- 
plate (6) of the spring member.(l 5). 

A device according to claim 2, characterised In 
that the baseplate (6) of the spring member (15) 
bears a spring tongue (7) on each side. 
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10. A device according to claim 1, characterised in 
that the surface of the transverse plate (16) remote 
from the circuit board (1) has a finned structure. 

11. A device according to claim 1, characterised In 
that the cooling member has at least one blind bore 
(1 9) parallel to the web (1 4) for receiving a heat sen- 
sor (21). 



Revendications 

1. Dispositif, monte sur une plaquette (1). pour fixer 
des elements de commande et de commutation a 
semi-conducteurs - appel6s dans ce qui suit semi- 
conducteurs (3, 4) - et pour evacuer la chaleur dis- 
sipee de ceux-ci, comprenant d'une part un refroi- 
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disseur (2) et d'autre part un corps ^lastique (15) 
pour presser les semi-conducteurs (3. 4) centre le 
ref roldisseur (2). etant precise que le refroidisseur 
comporte une nervure (14) perpendiculaire & lapla- 
quette (1), qui porte una plaque transversale (16) s 
perpendiculaire k ladite nervure (14) et done paral- 
lel a la plaquette (1), tandis que le corps elastique 
(15) comporte une plaque de base (6) et des lari- 
guettes 6lastiques (7) qui partent de celle-ci, carac- . 
t6ris6 en ce que 

la nen/ure (14) du refroidisseur (2) porte des 
trous filet^s (11) destines h recevoir des vis (9) 
a I'aide desquelles la nervure (14) est fix^e sur 
la plaquette (1), ^' 
la plaque de base (6) du corps elastique (15) 
est plac^e entre la plaquette (1) et la nervure 
(14) et est serr6e ^ Paide des vis (9), et com- 
porte a cet effet des trous (10) qui sont dans 
I'alignement des trous filetds (11 ), ^< 
les languettes 6lastiques (7) sont formdes et 
contraintes de maniere ^ appuyer contre la sur- 
face de la plaque transversale (16) situ^e cdt6 
plaquette, 

la surface de la plaque transversale (1 6) situ^e 2, 
c6t6 plaquette a une forme plane et est dimen- 
sionn^e pourqu'un semi-conducteiir (4) puisse 
etre plac6 avec le type de boTtier TO 247, sans 
ddpasser, entre la surface de la plaque trans- 
versale (16) situee cDt^ plaquette et la languet- 30 
te elastique (7), 

il est pr6vu un §lernent isolant 6lectriquement 
k bonne conductibilit6 thermique en forme de 
lamelle (8), qui peut etre place entre la surface 
de la plaque transversale (1 6) situee cote pla- 3S 
quette et le semi-conducteur a fixer (3, 4) et etre 
bloqud avec celui-ci par la languette elastique 
(7).et 

la plaque de base (6) comporte 6galement, h 
chaque extremite, une patte coudee (12) qui 40 
entre dans un pergage (13) de la plaquette (1). 
moyennant quoi la pliaque de base (6) peut §tre 
positionnee avec precision. 

2. Dispositif selon la revendication 1 . caracterise en 
ce que 

la plaque transversale (1 6)'a une forme syme- 
trique par rapport k la nervure (14) et s*6tend 
done sur la meme distance des deux cotes de so 
celle-ci, et 

les languettes elastiques (7) sont prevues de 
part et d'autre de la nervure et sont dispose es 
symetriquiement sur la plaque de base (6) du 
corps Elastique ( 1 5). 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en 
ce que la plaque de base (6) du corps elastique ( 1 5) 



porte une languette elastique (7) de chaque c6t6. 

4. Dispositif selon la revendication 2, caract§ris6 en 
ce que la plaque de base (6) du corps Elastique (1 5) 
porte plus d'une languette elastique (7) de chaque 
cote. 

5. Dispositif selon la revendication 1, caracteris6 en 
ceque 

la plaque transversale (1 6) a une forme asym6- 
trique par rapport k la nervure (14) et est done 
beaucoup plus courte sur un c6\6 que sur le co- 
ld destine a recevoir des semi-conducteurs (3, 

4). 

• - les languettes elastiques (7) ne sont prevues 
que sur un c6X6 de la plaque de base (6), et 
II est pr6vu, sur le c6t6 de la plaque de base (6) 
oppose h chaque languette elastique (7), une 
b^quille elastique (25) qui a une forme telle 
qu'elle peut agir k I'endroit du refroidisseur (2) 
ou la partie courte de la plaque transversale ^ 
(16> ddbouche dans la nervure (14). 

6. Dispositif selon la revendication 5» cai-acteris^ en 
ce que la plaque de base (6) porte une languette 
elastique (7) et une b6qullle Elastique (25). 

7. Dispositif selon la revendication 5, caractdris^ en 
ce que la plaque de base (6) porte plus d'une lan- 
guette elastique (7) et plus d*une bequille elastique 
(25). 

8- Dispositif selon la revendication 1, caract6rls6 en 
ce que la nervure (14) a une hauteur telle qu'il reste 
de la place, entre la plaquette (1) et les semi-con- 
ducteurs (3, 4) immobilises sur la plaque transver- 
sale (16), pour d'autres elements de commutation 
months sur la plaquette (1 ). 

9. Dispositif selon la revendication 1. caract6ris6 en 
ce que la surface de la plaque transversale (16) op- 
posee h la plaquette (1 ) a une forme plane. 

10. Dispositif selon la revendication 1, caract6ris6 en 
ce que la surface de la plaque transversale (16) op- 
pos6e h la plaquette (1) presente une structure ner- 

vuree. 

11. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le refroidisseur pr6sente au moins un per- 
gage borgne (19) parallele a la nervure (14) pour 
recevoir une sonde de temperature (21). 
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